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Nationales Vorwort
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Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN EN 61249-5-1
Materialien fir Verbindungsstrukturen - Teil 5: Rahmenspezifikationen fiir leitfahige Folien und Filme mit und ohne Be-
schichtungen - Hauptabschnitt 1: Kupferfolien (zur Herstellung von kupferkaschierten Basismaterialien) (IEC 1249-5-1);
Deutsche Fassung EN 61249-5-1:1996

DIN EN 62326-1
Leiterplatten — Teil 1: Fachgrundspezifikation (IEC 2326-1:1996); Deutsche Fassung EN 62326-1:1997

DIN EN 62326-4-1
Leiterplatten — Teil 4: Starre Mehrlagen-Leiterplatten mit Durchverbindungen — Rahmenspezifikation; Hauptabschnitt 1:
Bauartspezifikation zum Nachweis der Beféhigung, Anforderungsstufen A, B und C; (IEC 2326-4-1:1996); Deutsche Fas-
sung EN 62326-4-1:1997

DIN IEC 68-2-3
Elektrotechnik — Grundlegende Umweltpriifverfahren; Prifungen — Prifung Ca: Feuchte Warme, konstant; Identisch mit
IEC 68-2-3, Ausgabe 1969 (Stand 1984)

DIN IEC 68-2-20
Elektrotechnik — Grundlegende Umweltprifverfahren — Prifgruppe T: Léten; Identisch mit IEC 68-2-20:1979 (Stand 1987)

DIN IEC 68-2-38
Grundlegende Umweltprifverfahren — Teil 2: Prifungen, Prifung Z/AD: Zusammengesetzte Prifung, Temperatur/Feuch-
te, zyklisch

DIN IEC QC 001002
|IEC-Gltebestatigungssystem fir Bauelemente der Elektronik (IECQ) - Verfahrensregeln; Identisch mit IEC QC 001002,
Ausgabe 1986
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Deskriptoren: Leiterplatten, starre Mehrlagen, Durchverbindungen, Befdhigungsanerkennung, Rahmenspezifikation

Deutsche Fassung

Leiterplatten
Teil 4: Starre Mehrlagen-Leiterplatten mit Durchverbindungen

Rahmenspezifikation
(IEC 2326-4:1996)

Printed boards — Part 4: Rigid multilayer Cartes imprimées — Partie 4: Cartes
printed boards with interlayer imprimées multicouches rigides avec
connections — Sectional specification connexions intercouches — Spécification
(IEC 2326-4:1996) intermédiaire (CEl 2326-4:1996)

Diese Europédische Norm wurde von CENELEC am 1996-12-09 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhdltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franz6-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Déne-
mark, Deutschland, Finnlgnd, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Ver-
einigten Koénigreich.

CENELEC

EUROPAISCHES KOMITEE FUR ELEKTROTECHNISCHE NORMUNG
European Committee for Elektrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 1997 CENELEC. Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 62326-4:1997 D
Verfahren, sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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Vorwort

Der Text des Schriftsticks 52/655/FDIS, zuklnftige 1. Ausgabe von |EC 2326-4, ausgearbeitet von dem IEC TC 52
“Printed circuits”, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1996-12-09 als

EN 62326-4 angenommen.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch Verdffentlichung

einer identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung Gbernommen werden muB  (dop)

1997-09-01

- spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen,

zurickgezogen werden mussen

(dow) -

Dieser Teil 4 muB in Verbindung mit EN 62326-1:1997 und EN 62326-4-1:1997 angewendet werden.
Anhénge, die als “normativ” bezeichnet sind, gehdren zum Norm-Inhalt.
Anhénge, die als “informativ” bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.

In dieser Norm ist Anhang ZA normativ und sind die Anhange A, B und C informativ.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefigt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 2326-4:1996 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab&nderung als Européische Norm

angenommen.

Einfiihrung

IEC 2326 gilt fur Leiterplatten, die — unabhingig vom Herstellverfahren — bis zur Bestlickung fertiggestellt sind.

|IEC 2326 ist aufgegliedert in Informationen flr den Konstrukteur, die Fachgrundspezifikation, die Rahmenspezifikationen und
Bauartspezifikationen zum Nachweis der Beféhigung fiir das Qualitdtsbewertungssystem fir Bauelemente der Elektronik
(IECQ) und die Anforderungen fir die verschiedenen Leiterplatten-Typen.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 2326 gilt fiir starre Mehrlagen-Leiter-
platten unabhéngig von ihrem Herstellverfahren. Sie bildet
die Grundlage, auf der Vereinbarungen zwischen Hersteller
und Anwender zu treffen sind.

Diese Norm liefert zusatzliche Angaben, die fir Leiter-
platten, welche nach dem IEC-Qualitatsbewertungssystem
fur Bauelemente der Elektronik (IECQ) freigegeben werden
sollen, zur Erganzung der Anforderungen in der Fachgrund-
spezifikation, IEC 2326-1, erforderlich sind.

Diese Norm schafft einheitliche Anforderungen, legt die zu
beurteilenden Eigenschaften und Priifverfahren fest, die zur
Bestimmung der Qualitdtskonformitat (entweder losweise
Kontrolle, ProzeBkontrolle oder periodische Uberpriifun-
gen) anzuwenden sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegun-
gen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil der
vorliegenden Internationalen Norm sind. Zum Zeitpunkt der
Verdffentlichung dieser Internationalen Norm waren die
angegebenen Ausgaben glltig. Alle Normen unterliegen der
Uberarbeitung. Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf
dieser Internationalen Norm basieren, werden gebeten, die
Méglichkeit zu priifen, ob die jeweils neuesten Ausgaben
der im folgenden genannten Normen angewendet werden
kénnen. Die Mitglieder von IEC und ISO flihren Verzeichnis-
se der gegenwdrtig giiltigen Internationalen Normen.
IEC 68-2-3:1969

Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ca: Damp

heat, steady state
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IEC 68-2-20:1979
Environmental testing — Part 2: Tests — Test T: Soldering
IEC 68-2-38:1974
Environmental testing - Part 2: Tests - Test Z/AD:
Composite temperature/humidity cyclic tests

IEC/FDIS 1189-3
Test methods for electrical materials, interconnections
structures and assemblies — Part 3: Test methods for
interconnection structures?)

IEC 1249-5-1:1995
Materials for interconnection structures - Part 5: Sec-
tional Specification set for conductive foils and films
with and without coatings — Section 1: Copper foils (for
the manufacture of copper-clad base materials)

IEC 2326-1:1995
Printed boards — Part 1: Generic Specification

IEC 2326-4-1
Printed boards — Part 4: Rigid multilayer printed boards
with interlayer connections — Section 1: Capability
detail specification: Performance levels A, B and C

QC 001002:1986
Rules of Procedure of the IEC Quality Assessment Sys-
tem for Electronic components (IECQ).

3 Allgemeines

Wenn nicht anders festgelegt, sind alle in dieser Norm ab-
gehandelten Abschnitte und alle aufgefuhrten Tabellen auf
Leiterplatten anwendbar, die dem IECQ-System entspre-
chen. Das Verfahren und die Anforderungen miussen
IEC 2326-1 entsprechen.

3.1 Leiterplatten, die die Anforderungen der
genormten Anforderungsstufen (Stufe A, B
oder C) voll erfiillen

Diese Rahmenspezifikation (SS) gilt fur starre Mehrlagen-
Leiterplatten und dient als Grundlage zur Erstellung einer

- Bauartspezifikation zum Nachweis der Befahigung
(Cap DS), die fiir alle Anforderungsstufen (d. h. Stufe A,
B oder C) gilt und die beim Verfahren zur Befdhigungs-
anerkennung eingesetzt wird. Ublicherweise ist es not-
wendig, daB eine Cap DS zur Verfligung steht, die alle
Anforderungsstufen beschreibt. Eine Cap DS ist von
IEC erstellt worden.

- Kunden-Bauartspezifikation (CDS) fir Leiterplatten,
wie in 7.2 der IEC 2326-1 verlangt. Die CDS muB die
gewaéhlte Anforderungsstufe nach Tabelle 1 dieser
Norm festlegen. Die CDS muB vom Kunden bereitge-
stellt werden, der auch eine Numerierung nach seinem
eigenen System vornehmen muB.

Als Material zur Herstellung von Leiterplatten darf eine
Kombination von Basismaterialien nach |EC 1249-2-7,
IEC 1249-2-11 oder I|EC 1249-2-9 mit Prepreg nach
IEC 1249-4-1 und/oder Kupfer-Folie nach IEC 1249-5-1
und/oder mit dauerhaftem polymerem Abdeckmaterial
nach |[EC 1249-8-5 verwendet werden.

Tabelle 1 enthilt die Eigenschaften, die in die fir starre
Mehrlagen-Leiterplatten mit Durchverbindungen wichtigen
Anforderungen eingehen; die Tabelle macht auch Angaben
zu den geeigneten Prifungen, um diese Eigenschaften zu
bestatigen. Die CDS muB Eigenschaften und Prifungen aus
dieser Tabelle festlegen.

Wo zusétzliche Angaben flr eine Prifung in der CDS fest-
zulegen sind, ist das durch ein Sternchen in der entspre-
chenden Spalte gekennzeichnet. Diese Angaben miissen
dann nach IEC 1189-3 festgelegt werden.

Abschnitt 6 beschreibt die Prif-Reihenfolge.

) Zur Zeit im Stadium eines FDIS
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3.2 Leiterplatten mit nicht-genormten
Anforderungen (Anforderungsstufe “X”)

Diese Rahmenspezifikation (8S) gilt fur starre Mehrlagen-
Leiterplatten und dient als Grundlage zur Erstellung einer
Kunden-Bauartspezifikation (CDS) fir Leiterplatten, wie 7.2
der IEC 2326-1 verlangt.

Die CDS muB vom Kunden bereitgestellt werden, der auch
eine Numerierung nach seinem eigenen System vornehmen
muB.

Der Kunde tragt die Verantwortung fur die Aufstellung der
Anforderungen nach Tabelle 1 dieser Norm, aber in keinem
Falle darf die Anforderungsstufe niedriger als Stufe A sein.
Wenn ein anderer Faktor zur Beurteilung der Unter-
nehmensqualitat (RMF) gewahlt wird, muB die CDS einen
schérferen RMF nach Tabelle 1 der IEC 2326-1 festlegen.

Die zur Herstellung von Leiterplatten verwendeten Materia-
lien sind in der CDS festzulegen.

Wo zusétzliche Angaben fiir eine Priifung in den CDS-Daten
festzulegen sind, ist das mit einem Sternchen in der ent-
sprechenden Spalte von Tabelle 1 gekennzeichnet. Diese
Angaben sind dann nach IEC 1189-3 festzulegen.

Abschnitt 6 beschreibt die Priif-Reihenfolge.

4 Befahigungsanerkennung und
Aufrechterhaltung der
Beféahigungsanerkennung

Um am IECQ-System teilnehmen zu k&nnen, muB der
Leiterplattenhersteller die Befdhigungsanerkennung nach
Abschnitt 5 der IEC 2326-1 erhalten.

4.1 Produkt-Befahigung

Um die Produkt-Befahigungsanerkennung zu erhalten, muf3
der Hersteller diejenigen in der Cap DS aufgefiihrten Prif-
anforderungen erflllen, flir welche er die Anerkennung er-
langen will. Die Anerkennung nach Stufe A ist nur auf die
Anforderungsstufe A beschrankt. Anerkennung nach
Stufe B umfaBt die Anforderungsstufen A und B. Die Aner-
kennung nach Stufe C umfaBt alle drei registrierten An-
forderungsstufen (Stufe A, B oder C).

4.2 ProzeB-Befahigung

Fir die ProzeB-Befahigung ist 5.5.3 der IEC 2326-1 anzu-
wenden.

4.3 Aufrechterhaltung der
Befahigungsanerkennung

Der Hersteller muB3 den Status der anerkannten Beféhigung
durch den erfolgreichen AbschluB von Qualitdts-Konfor-
mitédtsprifungen oder gleichwertiger Kontrollen des Pro-
duktes aufrechterhalten, das durch CDS-Daten nach der
Anforderungsstufe der urspriinglichen Befahigungsaner-
kennung definiert ist. Falls die CDS-Anforderungen nicht
erfillt werden, sind HilfsmaBnahmen zur Korrektur der
Abweichungen zu ergreifen.

Um die Befahigungsanerkennung aufrechtzuerhalten, muB
die Leistungsféhigkeit der Fertigung, wie oben und in 5.8
der |[EC 2326-1 ausgefihrt, bestatigt werden.

5 Priiflinge

5.1 Leiterplatten, die die Anforderungen fiir die
genormten Anforderungsstufen (Stufe A, B
oder C) voll erfiillen

Bei den Priiflingen, die als Prifmuster fiir den Beféhigungs-
nachweis (CQC) verwendet werden, muB es sich entweder
um eine Befdhigungs-Prufplatte (CTB), eine Mehrfach-An-
ordnung der CTB nach Abschnitt 6 der IEC 2326-4-1 oder
um einen Seriennutzen (PP) mit dhnlichen Priflingen han-
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deln, die zu Prifzwecken zur Verfligung stehen. Siehe 3.2
der IEC 2326-1 fur die Definition der Stufen A, B und C.

5.2 Leiterplatten mit nicht-genormten
Anforderungen (Anforderungsstufe “X”)

Als Priflinge sind Seriennutzen zu verwenden, die geeigne-
te Leiterbilder aufweisen und die fir Prifzwecke zur Verfl-
gung stehen. Wenn zusétzliche Leiterbilder erforderlich
sind, mlssen diese vollstandig in der CDS definiert wer-
den.

6 Priif-Reihenfolge

Die Priifungen sind in der unten angegebenen Reihenfolge
der Prifgruppen durchzuflihren. Wenn nicht anders festge-
legt, ist die Reihenfolge der Priifungen innerhalb einer Prif-
gruppe ohne Belang. Die zur ldentifizierung verwendeten
Prif-Schlussel sind die gleichen wie die in Tabelle 1 ge-
nannten.

Prif-Gruppe 1: Prifungen in der laufenden Fertigung

- V5.2:  Sichtpriifung der Innenleiter;

- V6.2: Sichtprifung auf Partikel zwischen Innen-
leitern;

- D5.2:  MaBprifung der Leiterbreite auf Innenlagen;
- D6.2: MaBprifung der Leiterabstdnde auf Innen-
lagen.

Pruf-Gruppe 2: Sicht- und MaBprifungen (nicht-zersto-
rend)

- V1 Sichtpriifung der Konformitat;

- V2: Sichtprifung auf Aussehen und Verarbei-
tung;

- V3: Sichtprifung der durchmetallisierten L&6-

cher wie angeliefert;

- V5.1:  Sichtpriufung der AuBenleiter;

- V6.1:  Sichtprifung auf Partikel zwischen AuBen-
leitern;

- V7: Sichtprifung der dauerhaften Polymer-Ab-
deckungen;

- D1: MaBprifung der Plattenabmessungen (4u-
Bere Begrenzungen);

- D2: MaBpriifung der Plattendicke im Bereich

der Kantenkontakte;

- D8.1: MaBprifung der Lochdurchmesser;

- D4: MaBprifung der Schlitze, Ausschnitte und
Kerben;

- D5.1:  MaBprifung der Leiterbreite auf AuBen-
lagen;

- D6.1:  MaBprifung der Leiterabstande auf AuBen-
lagen;

- D7.1:  MaBprifung der durchgehenden metalli-
sierten Ldcher;

- D7.2: MaBprifung der durchgehenden Lécher

ohne Metallisierung;

- D8: MaBprifung der Lagegenauigkeit;

- D9: MaBprifung der dauerhaften Polymer-Ab-
deckungen (ohne Mikroschiliff);

- Dio: MaBprifung der Ebenheit.

Priuf-Gruppe 3: Prifungen des Oberflaichen-Zustandes
(nicht-zerstdrend)

- 81.2: Dicke der Metallisierung
(Kontakt-Flachen)

- S1.4: Porositat Prifling N -

- S1.1:  Haftung der Reihenfolge;

Metallisierung,
Klebeband-Verfahren

- S81.3: Dicke der Metallisierung (keine Kontakt-
Flachen);
- S2: Haftung der dauerhaften Polymer-Abdek-
kung, Klebeband-Verfahren;
- S4: Besténdigkeit gegen Reinigungs- und FluB-
mittel.

Prif-Gruppe 4: Elektrische Prufungen (nicht-zerstérend)
- E1: Elektrische Funktion;
- E2: Strombelastbarkeit, durchmetallisierte L§-
cher;
- E3: Spannungs-Festigkeit;
- EB6: Charakteristische Impedanz (falls zutref-
fend).

Prif-Gruppe 5: Zerstérende Prifungen
- V4: Visuelle Prifung metallisierter Lécher am
Mikroschliff;
- D3.2: MaBprifung der Metallisierungs-Dicke
(Mikroschliff);
- D7.3: MaBprifung der inneren durch-

metallisierten Locher (Mikroschliff);

- D9.3: MaBprifung der Dicke der Polymer-Abdek-
kung (Mikroschliff);

- 81.1: Haftung der Metallisierung, Polierverfahren;
- 83: Létbarkeit;

- E4: Anderung des Widerstandes von durch-
metallisierten Léchern;

- E5: Isolationswiderstand,;

- P1: Abschalkraft;

- P2: Ausziehkraft von Hllsen metallisierter L6-
cher ohne AnschluBflache;

- Y1: Delaminierung, Warmeschock;

- Y4: Durchmetallisierte Lécher nach Vorbehand-
lung.

7 AQualitatsbewertung

Die CDS muB vollstandige Informationen zur Qualitats-
beurteilung der Leiterplatten geméB den Anforderungen
nach den genormten Anforderungsstufen enthalten. In den
CDS-Daten muB die passende Stufe der Qualitats-
Konformitatsprifung aus Tabelle 1 (Anforderungsstufe A, B
oder C) festgelegt sein.

Bei Leiterplatten mit nicht genormten Anforderungen muB
die geforderte Qualitadtsbeurteilung geméB 7.2.6 der
IEC 2326-1 durchgefiihrt werden.

Wenn nicht anders festgelegt, kénnen zur Durchfiihrung der
losweisen Prifungen und der periodischen Prifungen
Serienplatten und/oder speziell ausgeflihrte Priflinge ver-
wendet werden.

Werden speziell ausgefuhrte Priflinge verwendet, mussen
sie in den Nutzen integriert werden. Ihnen darf das geeig-
nete Leiterbild der Beféhigungs-Prifplatte nach Ab-
schnitt 6 der IEC 2326-4-1 zugrunde gelegt werden. Ubli-
cherweise wird eine Absprache zwischen Hersteller und
Abnehmer erforderlich sein.

8 Daten der Kunden-Bauartspezifikation
(CDS)

Die CDS-Daten miissen alle Angaben enthalten, die zur
eindeutigen und volistindigen Definition der Leiterplatte
notwendig sind. Die in IEC 1188-1 gegebenen Empfehlun-
gen missen bevorzugt befolgt werden.

Es ist daflr Sorge zu tragen, daB unndtige Anforderungen
vermieden werden. Falls notwendig, sind zuldssige Ab-
maBe festzulegen. Wo es hinreichend ist, sind Nennwerte
ohne MaBtoleranzen oder einfache Hochst- bzw. Mindest-
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werte anzugeben. Wo genaue MaBtoleranzen notwendig
sind — nur fur gewisse Flachen und Teile der Leiterplatte -
sind sie lediglich auf diese Flachen und Teile anzuwenden
und nur auf diese zu beschrénken.

Gibt es verschiedene Mdglichkeiten fir Darstellung, Tole-
ranzklassen usw., ist bevorzugt die in IEC 1188-6 gegebe-
ne Auswahl zu treffen.

Im Falle von Unterschieden zwischen den CDS-Daten und
einer anderen sachdienlichen Norm (z. B. Grund-
spezifikation, Fachgrundspezifikation oder Rahmenspe-
zifikation), muB die CDS vorgezogen werden.

Seite 5
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9 Eigenschaften von Leiterplatten

Anforderungen fiir starre Mehrlagen-Leiterplatten mit
Durchverbindungen sind in Tabelle 1 aufgefihrt. Die An-
forderungsstufen und ihre entsprechenden Bewer-
tungskriterien bei der Qualitats-Konformitatsprifung wer-
den aufgezeigt (Anforderungsstufen A, B und C). Fur Leiter-
platten mit nicht-genormten Anforderungen (Anforde-
rungsstufe “X”) sind alle Einzelheiten in der CDS zu be-
schreiben.
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Tabelle 1: Anforderungen

ANMERKUNG: Die Buchstaben “GR” werden verwendet, um anzuzeigen, daB nur die allgemeinen Anforderungen zu erflllen
sind. Fir die Erkl&drungen zu den Akronymen, siehe Anhang A.

Prif-
Code

Eigenschaft

Aligemeine
Anforderungen

Besondere Anforderungen
fur Anforderungsstufe

Bewertung

RMF
(IEC
2326-1)

Prifling
(IEC
2326-4-1)

Priif-Nr.
(IEC
1189-3)

ProzeB-
kontroll
Code (IEC
2326-1)

Vi

V2

V3

va

SICHT-
PRUFUNG

Konformitét

Aussehen und
Verarbeitung

Metallisierte
Lécher wie
angeliefert

Lécher, die
Hohlrdume in
der Metalli-
sierung zeigen

Metallisierte
Lécher nach
Mikroschliff

Strukturen, Beschrif-
tungen und Material-
Oberflachen missen bei
Betrachtung ohne Ver-
groéBerung der CDS ent-
sprechen. Offensichtliche
Fehler sind nicht zuléssig.

Das Aussehen der
Leiterplatten muB eine
sorgfaltige und fachméan-
nische Herstellung nach
dem Stand der Technik
erkennen lassen.

Metallisierte Lécher
mussen bei Betrachtung
ohne VergréBerung
sauber und frei von Ein-
schliissen sein, die das
Bestlicken mit Bauteilen
und die Létbarkeit beein-
trachtigen kénnen.

Die Anzahl der Locher mit
Hohlradumen in der Metal-
lisierung darf bei Betrach-
tung ohne VergréBerung
den angegebenen Pro-
zentsatz der Gesamtan-
zahl der metallisierten
Lécher nicht tber-
schreiten.

Die Gesamtflache der
Metallisierungs-Hohl-
rdume innerhalb eines
Loches darf den angege-
benen Prozentsatz der
Gesamtflache nicht
Uiberschreiten.

Die gréBte Ausdehnung
der Hohlrdume darf in der
Horizontalebene den fest-
gelegten Prozentsatz des
Lochumfangs oder in

der Vertikalebene den
gleichen Prozentsatz der
Plattendicke nicht
Uiberschreiten.

Metallisierte Lécher
(Stufen B und C)

miissen im Anlieferzu-
stand gepruft werden und
nach Vorbehandlung
gemaB Prufung Y4.
Hohlraume dirfen nicht
mit Kupfer auf Innen-
oder AuBenlagen zusam-
mentreffen.

ANMERKUNG 1: Alle Pru-
fungen sind bei 100facher
VergréBerung durchzu-
flhren.

ANMERKUNG 2: Als Er-
satz dieser Prufung oder
zur Reduzierung des Prif-
aufwands diirfen ProzeB-
Kontrolldaten verwendet
werden.

Wie fest— -

gelegt

GR

GR

5%

5%

15 %

Wie fest-
gelegt

GR

GR

1%

2%

10 %

GR

Wie fest—
gelegt

GR

GR

Keine

2%

5%

GR

6,5

4,0

6,5

4,0

4,0

2,5

4,0
2,5

4,0
2,5

4,0
2,5

1,5

1,0

Vollstan—
dige
PB/DP

Vollstan—
dige
PB/DP

Vollstan-
dige PB

A oder B
(3 Locher)

3vo4 C4

3Vo1 C4

3v04 C4

c2

c2

c2

3X09 CA
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Priif-
Code

Eigenschaft

Allgemeine
Anforderungen

Besondere Anforderungen
fur Anforderungsstufe

Bewertung

RMF
(IEC
2326-1)

Prifling
(IEC
2326-4-1)

ProzeB-
kontroll
Code (IEC
2326-1)

Priif-Nr.
(IEC
1189-3)

vaA1

V4.2

V4.3

V4.4

V5
V5.1

Harzver-
schmierung
an der Grenz-
flache

Umlaufende
Risse in der
Verkupferung

Trennung der
Kupferhilse
von der
Lochwand

Kaschierungs-
Risse

Leiter
AuBenleiter

Eine Harzverschmierung
zwischen der Kante des
Innenlagen-Kupfers und
der Metallisierung darf
nicht zu einer Unter-
brechung des elek-
trischen Durchgangs
fUhren, oder die Héhe
der Verschmierung an
der Grenzflache darf den
festgelegten Prozentsatz
der Dicke des Innen-
lagen-Kupfers nicht Gber-
schreiten (siehe Bild 1).

Es dirfen keine umlau-
fenden Risse im Kupfer
oder eine umlaufende
Abldésung des Kupfers
von der Wand des metal-
lisierten Loches vorliegen
(siehe Bild 2).

Es darf keine Trennung
der Metallisierung von
der Lochwand auftreten,
ausgenommen eine
Trennung, deren Lange
den festgelegten
Prozentsatz des Loch-
umfangs nicht tiber-
schreitet (siehe Bild 2).
ANMERKUNG: Wo erfor-
derlich, ist dies durch
MaBprifung nach Prii-
fung 3D01 zu bestatigen.

Risse in der Kaschierung
sind nicht zuléssig.

Es sind weder Risse noch
Unterbrechungen zu-
l&ssig. Fehler, wie Lécher
oder Kantenbeschadi-
gungen, sind zuldssig,
vorausgesetzt, daB die
Leiterbreite oder An-
schluBfldche nicht um
mehr als den festge-
legten Prozentsatz ver-
ringert wird (siehe Bild 3).
ANMERKUNG 1: Wenn
erforderlich, ist dies mit
Hilfe der MaBprifung
3D01 zu Uberprifen.
ANMERKUNG 2: In den
effektiven Kontakt-
flachen sind keine Fehl-
stellen zulassig.
ANMERKUNG 3: Die
oben genannten Anfor-
derungen gelten nicht fur
Priiflinge mit temporéarer
Létabdeckung.

< 30%

GR

< 80%

GR

< 30%
(kein Er-
eignis
> 10 mm)

<15%

GR

< 40%

GR

< 20%
(kein Er-
eignis
>5 mm)

Keine

GR

< 30%

GR

< 10%
(kein Er-
eignis
>3 mm)

2,5
1,5

1,0

2,5
1,5

1,0

2,5
1,5

1,0

2,5
1,5

1,0

4,0

2,5

Vollstan-
dige PB

CA

CA

C1

CA

3v02 C3
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Tabelle 1(fortgesetzt)

Besondere Anforderungen

fir Anforderungsstufe Bewertung

Prif- . Allgemeine
Code Eigenschatft Anforderungen RMF Prifling Priif-Nr.
A B C (IEC (IEC (IEC

2326-1) |[2326-4-1) | 1189-3)

ProzeB-
kontroll
Code (IEC
2326-1)

Wenn festgelegt, miissen GR - - 6,5 Vollstén- 3v02 C1
die Leiter mit einem dige PB
glatten und glénzenden - GR - 4,0
Lotiliberzug bedeckt sein
mit nicht mehr als 5 % - - GR 2,5
verstreuter Fehlstellen,
wie Nadellécher und un-
benetzte oder entnetzte
Stellen. Die Fehlstellen
diirfen nicht an einer
Stelle konzentriert sein.

V5.2 Innenleiter Risse und Unterbre- < 30% - - 4,0 Vollstan- 3vo2 C3
chungen sind nicht erlaubt. | (kein Er- dige PB
Fehler, wie Lécher oder eignis

Kantenbeschadigungen, | > 10 mm)
vorausgesetzt, daB die
Leiterbreite nicht um - < 20% <10%
mehr als den festgelegten (kein Er- (kein Er-
Prozentsatz verringert eignis eignis

wird (siehe Bild 3). > 5 mm) >3 mm)

ANMERKUNG 1: Wenn
erforderlich, ist dies mit
Hilfe der MaBprufung
3D01 zu Uberpriifen.

ANMERKUNG 2: Diese
Priifung ist in der laufen-
den Fertigung durchzu-
flhren.

V6 Partikel
zwischen den
Leitern

V6.1 AuBenleiter Verbleibende Metallparti- | < 30% - - 4,0 Vollstan- 3v02 C3
kel sind zuldssig, voraus- dige PB
gesetzt, daB dadurch - < 30% < 20% 2,5
der Kriechweg nicht um
mehr als den festge-
legten Prozentsatz oder
auf weniger als den-
jenigen Abstand ver-
ringert wird, der fir iso-
lierte Bereiche bei den
gegebenen Schaltkreis-
spannungen erforderlich
ist. Dabei bleiben Leiter-
Unterédtzungen, Kanten-
rauheiten, Spitzen usw.
unberiicksichtigt

(siehe Bild 3).

ANMERKUNG: Wenn
erforderlich, ist dies mit
Hilfe der MaBprufung
3D01 zu Uberpriifen.

V6.2 Innenleiter Verbleibende Metallpar- < 30% - - 4,0 Vollstan- 3v02 C3
tikel sind zulassig, vor- diger PP
ausgesetzt, daB dadurch - < 20% <10% 2,5
der Kriechweg nicht um
mehr als den festge-
legten Prozentsatz oder
auf weniger als den-
jenigen Abstand ver-
ringert wird, der fiir iso-
lierte Bereiche bei den
gegebenen Schaltkreis-
spannungen erforderlich
ist. Dabei bleiben Leiter-
Unteratzungen, Kanten-
rauheiten, Spitzen usw.
unberiicksichtigt

(siehe Bild 3).
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